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一、公司簡介 



設立日期 1989年5月13日 

董事長 黃嘉能 

總經理 葉錳溢 

實收資本額  新台幣7.09億元 

員工人數 82人(單一)  3,341人(合併) 

總公司地址 高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓 



台灣 

住礦科技 

(IC導線架) 

長華科技 

( EMC  

導線架 ) 

華德光電 

(光學膜) 

成都 

住礦精密 

(IC導線架) 

30% 

100% 

47% 

濠瑋精密 

深圳 

(精密金屬) 

易華電子 

( COF 

軟性基板) 

54% 69% 

上海長華 

(封測材料) 

濠鈺科技 

深圳 

(壓鑄) 

群亿光电 

(觸控材料) 

華田光電 

(觸控材料) 

丰泰光电 

(觸控材料) 

100% 100% 51% 

52% → 40% 

濠瑋開曼 
(控股 ) 

37% 

云輝科技 

(觸控材料) 

100% 100% 

長華電材 

成都 

住礦電子 

(IC導線架) 

30% 30% 

100% 

主要轉投資架構圖 

濠瑋電子 

惠州 

(精密金屬) 



產業類別 被投資公司名稱 主要產品 持股比率 

IC封裝 

材料與設備 

台灣住礦科技(股)公司 IC導線架 30% 

成都住礦電子有限公司 IC導線架(電鍍) 30% 

成都住礦精密製造有限公司 IC導線架(沖壓) 30% 

易華電子(股)公司 COF軟性基板 47% 

長華科技(股)公司 EMC 導線架 54% 

上海長華新技電材有限公司 IC封裝材料、設備代理 69% 

TFT背光 

模組材料 
華德光電材料科技(股)公司 光學膜(BEF 、MBEF、MICROLENS) 37% 

觸控面板 

材料 

豐泰光電(深圳) 有限公司 

觸控材料裁切 

37% 

群億光電(深圳)有 限公司 37% 

華田光電(成都)有 限公司 19% 

云輝科技(股)公司 觸控材料代理 37% 

3C產品 

材料 

濠瑋（深圳）精密科技有限公司 
消費性產品及金屬零組件(端子、天線、彈片等) 

40% 

濠瑋電子科技（惠州）有限公司 40% 

濠鈺科技（深圳）有限公司 汽機車配件及電子電器配件壓鑄 40% 

轉投資概況 



股東結構(2016.03.15) 

註：外資機構持股比並未包含外資機構之董事持股比(6.7%)。 



歷年獲利及股利 

新台幣：元 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

稅後EPS 7.06 14.00 0.29 9.34 5.89 5.29 13.57

股票股利 0.00 0.30 0.29 0.30 0.00 0.00 0.00

現金股利 6.00 9.70 0.60 3.00 3.10 3.50 7.00

合計股利 6.00 10.00 0.89 3.30 3.10 3.50 7.00

股利發放率 85% 71% 307% 35% 53% 66% 52%

註：2016/2/24董事會決議2015年現金股利為每股7元。 



現金減資 

• 為善用閒置資金、提升每股盈餘及股東權益報酬率，擬辦
理現金減資退還股東股款。(2016/2/24董事會決議) 

 

1. 減資金額：新台幣35,488,850元整。 

 

2. 銷除股份：普通股3,548,885股。 

 

3. 減資比率：約為5%，每股約退還新台幣0.5元，每仟股預
計減少50股。 

 

4. 減資後實收資本額：新台幣674,288,220元整，每股面額10

元，分為67,428,822股。 

 



二、2015年營運績效 
 



2015年4Q營運績效(合併) 

 
變動率 變動率

單位 : NTD百萬元 金額 % 金額 % % 金額 % %

營業收入 3,594     100.0   4,503     100.0   (20.2) 3,557     100.0   1.0

    銷貨成本 3,142     87.4     4,142     92.0     (24.2) 3,186     89.6     (1.4)

營業毛利 452        12.6     361        8.0       25.2 371        10.4     21.8

　營業費用 209        5.8       278        6.2       (24.6) 349        9.8       (40.0)

營業淨利 242 6.7 83 1.8 192.7 22 0.6 1,010.6

營業外損益 27 0.7 92 2.0 (70.7) 28 0.8 (4.8)

繼續營業單位稅前淨利 269        7.5       175 3.9 54.1 50          1.4       437.4

    所得稅費用 50 1.4 1 0.0 5,676.4 (1) (0.0) -

繼續營業單位本期淨利 219 6.1 174 3.9 26.3 51 1.4 327.9

停業單位損失 0            0.0 0 0.0 0.0 0            0.0 0.0

本期淨利 219        6.1       174 3.9 26.3 51          1.4       327.9

淨利歸屬於本公司業主 153 154 (0.6) 52 191.5

淨利歸屬於非控制權益 66 20 - (1) -

每股盈餘(元)-稅後 2.17       1.97 0.68       

2015年第四季 2014年第四季 2015年第三季



變動率

單位 : NTD百萬元 金額 % 金額 % %

營業收入 15,080   100.0        17,362   100.0        (13.1)

    銷貨成本 13,583   90.1          16,163   93.1          (16.0)

營業毛利 1,497     9.9            1,198     6.9            25.0

　營業費用 1,173     7.8            1,149     6.6            2.1

營業利益 325        2.2            49 0.3 560.7

營業外收入及支出 994 6.6 252 1.5 293.7

繼續營業單位稅前淨利 1,319     8.7            302        1.7            337.2

    所得稅費用 144 1.0 (3) 0.0-            -

繼續營業單位本期淨利 1,175     7.8            305        1.8            285.6

停業單位損失 (0) (0.0) (12) 0.0 -

本期淨利 1,175     7.8            292        1.7 301.8

淨利歸屬於本公司業主 1,027 417 146.3

淨利歸屬於非控制權益 147 (125) -

每股盈餘(元)-稅後 13.57     5.29       

2015年 2014年

2015年營運績效(合併) 

*每股盈餘分別以2015年、2014年流通在外股數75,725仟股、78,860仟股計算。 



單位：NTD百萬元  2011.12.31
 2012.12.31

(IFRSs)

 2013.12.31

(IFRSs)

 2014.12.31

(IFRSs)

 2015.12.31

(IFRSs)

　現金及短期投資 1,692            1,509            1,144            1,241            1,603            

　應收帳款 3,642            4,130            4,778            4,925            4,294            

　流動資產 6,854            7,267            7,746            8,441            7,828            

　長期投資 584               735               1,116            1,125            2,408            

　流動負債 5,716            4,781            5,211            5,658            5,038            

　長期負債 732               1,096            1,417            2,184            1,972            

　權益總計 3,048            4,562            5,632            6,257            6,721            

　總資產 9,604            10,680          12,482          14,340          13,966          

  每股淨值(元) 40.59            53.93            56.15            59.30            67.31            

　流動比率 120% 152% 149% 149% 155%

　負債比率 68% 57% 55% 56% 52%

2011~2015年資產負債表摘要(合併) 



2015年合併營收產品比重 

註：COF(易華電子)營收僅累計至2015年6月底，7月起不再計入合併
營收。 



2016年1Q合併營收產品比重 

註：3C金屬材料(濠瑋開曼)營收將僅累計至2016年1Q，4月起不再計
入合併營收。 



三、處份濠瑋開曼說明 



陸續處份濠瑋開曼持股 

 
2016/2/24董事決議 

•因應濠瑋開曼未來發展規劃，本公司擬陸續釋出濠瑋開
曼部份持股，將對其持股比率降至50%以下，董事席次
不過半(改選後將掌握至少二席董事)。本公司與濠瑋開
曼已非母子公司關係，故將不再編入本公司合併報表。 

 

 

2016/3/29實際處份 

•本公司原持有濠瑋開曼30,310,000股(濠瑋開曼股本為
新台幣5.8億元)，持股比率52.26%，本公司於
2016/3/29釋股賣出7,300,000股，持股比率由52.26%下
降至39.67%。  



•濠瑋開曼2016年2月29日每股淨值為新台幣23.61元，本公
司持有濠瑋開曼每股帳面成本約為23.80元，故本次轉讓
價格以每股36元辦理釋股，交易總金額為262,800千元。 

 

•2016年3月31日濠瑋開曼董事全面改選，長華董事席次由
五席降為兩席(總席次為七席)。 

 

•根據IFRS規定，因處分股權導致對子公司喪失控制力之會
計處理原則，推估本公司處分上述股權認列之稅前利益約
3.75億元。 

 

•長華合併營收將自2016年4月1日起不再納入濠瑋開曼營收
，但仍將依持股比認列轉投資收益。 

 

 



四、主要轉投資公司概況 



主要轉投資公司營收與獲利貢獻 

轉投資公司/新台幣億元

營業年度 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 (2014/4~12)

營業收入 25.93 23.20 26.44 34.87 3.78 3.94 15.88 9.89

佔集團營收比重 17.2% 13.4% 17.5% 20.1% 2.5% 2.3% 5.3% 5.7%

稅後獲利 0.09 -0.80 0.45 -2.18 0.59 0.63 2.84 0.55

長華認列獲利 0.09 -0.65 0.18 -0.82 0.37 0.40 0.99 0.23

佔集團稅後獲利比重 0.92% - 1.8% - 3.6% 9.6% 9.7% 5.4%

貢獻集團EPS(元) 0.13 -0.82 0.24 -1.03 0.49 0.51 1.34 0.28

濠瑋 華德 長華科(6548) 易華電(6552)

註1：易華電2014年全年總營收為12.61億元，稅後淨利為0.67億元。 

註2：易華電營收自2015年7月1日起不再納入長華合併營收，並改以權益法認列獲利。 



•簡稱易華電，股票代號6552 

•公司設立：2014年4月1日(原名台灣住礦電子) 

•董事長：黃嘉能 

•總經理：李宛霞 

•實收資本額：新台幣9.0億元 

•主要股東：長華47%、南茂21% 

•員工人數：551人(截至2016年3月底) 

•主要產品：COF 

•總公司/工廠：高雄市楠梓加工出口區 

1. 易華電子股份有限公司 



台南 

JMC 

高雄 

 

 

設立Subtractive(Etching) 後段製程量產線 

 

設立Subtractive(Etching) 全製程量產線 

 

設立全球第一條Semi-Additive(Plating)生產線 

 

Semi-Additive(Plating) 月產能達18KK 

 

關掉兩條Subtractive(Etching)生產線 

 

Semi-Additive(Plating) 月產能達36KK 

 

公司更名為易華電子(JMC) 

 

重啟一條Subtractive(Etching) 生產線  

2004 

2006 

2008 

2010 

2011 

2014 

COF產線沿革 



顯示器驅動IC用捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Chip 
on Film，簡稱 COF) 

主要產品 



LCD Monitor 

LCD TV 

Notebook 

Smartphone 

Wearable Device 

Smartphone 

IC Package 

Subtractive 

Semi-

Additive 

2-Metal 1-Metal 

•High Productivity 

•Low Cost 

•Fine Pitch 

•High Trace Accuracy 

產品應用 



Subtractive 

Seeding layer spattering 

 & Copper plating (8um Cu) 

PI Material 

Copper etching 

Photo-resist      

stripping 

Photo-resist patterning 

Semi-Additive 

PI Material 

Seeding layer sputtering 

 & Thin copper plating 

Photo-resist patterning 

Copper plating 

Photo-resist      

stripping 

易華電是唯一同時具備兩種不同製程 



驅動IC設計公司 

聯詠、奇景、瑞鼎、
天鈺、奕力、三星LSI、
MagnaChip、Dongbu、

Silicon、Lapis 

晶圓廠 

TSMC、UMC、世
界先進、力晶、中
芯、三星LSI、
MagnaChip、

Dongbu 

COF廠 

LGIT、Stemco、
頎邦、JMC、

Shindo 

封裝測試廠 

頎邦、南茂、
匯成、Lusem、

Steco、Sharp 
Takaya 

面板廠 

友達、群創、
京東方、華星
光、貓熊、

Samsung LCD、
LGD 

IC Design House 提供Total Solution 

驅動IC供應鏈 



•簡稱長華科，股票代號6548 

•公司設立：2009年12月24日 

•董事長：黃嘉能 

•總經理：溫文郁 

•資本額：2.20億 

•主要股東：長華54% 

•員工人數：126人(截至2016年3月底) 

•主要產品：EMC L/F(熱固性環氧樹酯導線架) 

•總公司/工廠：高雄市楠梓加工區 

2.長華科技股份有限公司 



公司沿革 

• 2015/07 股票登錄興櫃交易 

• 2014/12 現金增資6,800張，資本額2.20億 

• 2014/07 購置楠梓加工區現址廠房 

• 2013/05  現金增資5,000張，資本額1.52億 

• 2012/06  擴增EMC產線自動化設備 

• 2012/04  LED EMC 產品正式導入量產 

•  2012/01 環氧封膠樹酯(EMC)製程技術開發成功 

• 2011/09 減資1.32億，並辦理現增8,000張，資本額1.02億 

• 2009/12 公司設立，從事LED導線架之生產、銷售，資本額1.54億 



3030  

White Cavity Frame 

2721  

Black Cavity Frame 

2016  

White Flat Frame 

7x7-88L   

Black Flat Frame IC 

LE
D 

LE
D 

LE
D 

主要產品：Premold Lead Frame(PMLF) 



LED產品應用 

• 背光 

   

 
•照明 

 
 

 

• 戶外顯示屏 

 

 



LED產業供應鏈 

 

 

上游原物料 LED封裝 終端應用 

磊晶及晶粒 
(晶電/光鋐等) 

支架/基板 
(長華科/巨貿/特新) 

環氧樹酯/銀膠 
(日東/信越等) 

螢光粉 
(日亞/豐田合成等) 

金線 
(K&S/MKE等) 

封裝 
(東貝/榮創/隆達等) 

電視背光模組 

照明 

手機 

顯示屏 

汽車 



主要客戶：國內外LED封裝廠 

 

市場競爭者： 

 

 國內：巨貿、特新、順德、復盛、金利、華震.. 

 

 韓國：Samsung LED(in-house)、Seoul Semi.、Lumens、
JungJin、Chamtech、Seoho、KET .. 

 

 日本：Panasonic System Networks、Nichia (in-house)、
YAMADA、TOPPAN.. 

 

 大陸：ASM、天電(in-house).. 

LED客戶與競爭者 



五、中長期發展願景 
 



QFP 

PBGA 

Stacked 

CSP 

BOC 

FC BGA 

EBGA 

System In 

Package 

mBGA 

3 stacked 

BGA 

TBGA 

BCC 

Stacked 

FBGA 

LQFP 
VFBGA 

FPBGA 

Stacked 

PTP 

TSOP SOIC 

Wafer 
Level CSP 

QFN 

Current 

FO-POP / 

2.5D 

POP 

1L pre-

moldedBGA 

FC pre-

moldQFN 

    
                                            1L FCBGA 

MCM 2.5D IC 
(Si-interposer) 

Highly Integrated 
Small 

Footprint/Thin  
Lower Cost 

IC封裝技術趨勢圖 

Thin-FilmBGA 

JMC 

CWTC 



晉升為全球IC基板主要供應商 



發展方向 

•調整轉投資架構，全力聚焦IC封裝材料領域。 

 

•長華長期耕耘IC封裝產業，具備產品設計開發
能力，借重轉投資公司長華科、易華電子之製
造技術與產能，跨足新一代IC基板材料。 

 

•運用集團兩岸營銷佈局，站穩半導體封裝材料
市場領先地位。 

 

 



六、Q & A 
 


